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(57) Abstract: The invention relates to a leadframe-based housing for a surface-mounted component, particularly a radiation-emit- 
ting component. Said leadframe-based housing comprises electrical connector strips and at least one chip assembly area. One of the 

O inventive connector strips is provided with a spray-on window allowing a leadframe-based housing having a reduced thickness to be 
produced in an injection molding process. Also disclosed is a method for producing such housings. 

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beschreibt ein Leadframe-basiertes Gehause flir ein oberflachenmontierbares Bauelement, 
insbesondere ein strahlungsemittierendes Bauelement, wobei das Leadframe-basierte Gehause elektrische AnschluBstreifen und zu- 
mindest eine Chip-Montageflache aufweist und wobei in einem der AnschluBstreifen erfindungsgemaB eine Anspritz-Fenster vor- 
gesehen ist, welche die Herstellung eines Leadframe-basierten Gehauses mit einer geringen Dicke in einem SpritzguBverfahren 
ermSglicht. Weiterhin wind ein Verfahren zur Herstellung solcher Gehause angegeben. 
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Beschreibung 

Leadf rame-basiertes Bauelement -Gehause, Leadf rame-Band, ober- 
f lachenmontierbares elektronisches Bauelement -and Verfahren 
zur Herstellung 

Die Erfindung betrifft ein Leadf rame-basiertes Bauelement -Ge- 
hause, ein Leadf rame-Band mit vorgespritzten Bauelement -Ge- 
hausen, ein oberf lachenmontierbares elektronisches Bauele- 
ment, insbesondere ein Bauelement mit einem strahlungsemit- 
tierenden oder strahlungsdetektierenden Chip, beispielsweise 
einer Lichtemissionsdiode, auch LED genannt (LED = light 
emitting diode) , sowie das Verfahren zur Herstellung des 
Leadf rame-basierten Bauelement -Gehauses . 

Die Erfindung betrifft insbesondere zur Oberf lachenmontage 
auf einer Leiterplatte geeignete Leuchtdiodenbauelemente, bei 
denen in einem im Sprit zverfahren gefertigten Gehause -Grund- 
korper mit teilweise eingebetteten elektrischen AnschluS- 
streifen eine vorzugsweise als Reflektor ausgebildete Ausneh- 
mung mit einem zur Vorderseite des Bauelement -Gehauses hin 
gerichteten Strahlungsf enster vorgesehen ist. Die Ausnehmung, 
in der sich ein elektromagnetische Strahlung emittierender 
Chip befindet, ist beispielsweise mit einer Verkapselungs- 
masse gefullt, die fur vom Chip ausgesandte elektromagneti- 
sche Strahlung durchlassig ist. 

Derartige Bauelement -Gehause eignen sich auch fur die Verwen- 
dung bei strahlungsdetektierenden Chips - das Strahlungsf en- 
ster muS dann fur eine vom Chip zu empfangende elektromagne- 
tische Strahlung durchlassig sein. 

Die vorliegende Patentanmeldung beansprucht die Priori tat der 
deutschen Patentanmeldung 10243247.3, deren Of f enbarungsge- 
halt hiermit durch Ruckbezug aufgenommen wird. 
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Die Erfindung eignet sich insbesondere zur Anwendung bei 
strahlungsemittierenden Bauelementen, bei denen die Chips in 
vorgehauste Leadframes, sogenannte "premolded Leadframes" 
eingebaut werden. Dies bedeutet, daS die Leadframes jeweils 
vor der Montage des Chips mit einem Gehause-Grundkorper um- 
spritzt sind. 

Bei der Herstellung eines solchen Bauelement-Gehauses werden 
zunachst die AnschluSstreif en in ein Leadf rame-Band teilweise 
gestanzt. Danach wird das Leadf rame-Band in eine zweiteilige 
Spritzform eingelegt, welche urn das Leadf rame eine Kavitat 
zur Ausbildung des Gehause-Grundkorpers bildet. 

Nachfolgend wird mit Hilfe einer Spritzduse beispielsweise 
uber den an die Ruckseite des Leadframes grenzenden Teil der 
Spritzform, das heiSt in den an die Ruckseite des Leadframes 
grenzenden Teil der Kavitat eine Spritzmasse, z. B. ein wei- 
Ser Kunststoff, eingefullt, und die gesamte Kavitat der 
Spritzform gefullt. 

Nach dem zumindest teilweisen Ausharten der Sprit zmasse wird 
die Spritzform geoffnet. Bei der Entnahme des Leadframes aus 
der Form wird die in der Spritzduse befindliche Spritzmasse 
von der in der Kavitat befindlichen Spritzmasse abgerissen. 
Ferner wird der Chip in der dafur vorgesehenen Ausnehmung 
vorzugsweise auf einem der AnschluSstreif en angeordnet, elek- 
trisch leitend mit den AnschluSstreif en verbunden und mit der 
Verkapselungsmasse versehen. Nachfolgend konnen die durch das 
Leadf rame -Band verbundenen Bauelemente voneinander getrennt 
und somit aus diesem Verbund vereinzelt werden. 

Ein strahlungsemittierendes Bauelement der genannten Art ist 
beispielsweise in der EP 0 400 176 Al beschrieben. Das Bau- 
element weist einen Gehause-Grundkorper mit einer Auflagefla- 
che auf, in den ein Leadf rame (Leiterrahmen) teilweise einge- 
bettet ist, Teile des Leadframes sind als AnschluSstreif en 
ausgebildet, die aus dem Gehause-Grundkorper herausragen und 



WO 2004/027882 



• 



VDE2003/002953 



3 

im weiteren Verlauf so gebogen sind, daS ihre AnschluSf lachen 
mit der Auf lagef lache, welche die Montageebene des Bauele- 
ments festlegt, in einer Ebene liegen. 

Die Gesamthohe der auf diese Weise hergestellten Bauelemente 
laSt sicih, werm uberhaubt, dann nur mit hohem technischen 
Auf wand auf weniger als etwa 1 mm absenken. Die Mindesthohe 
des Vorderteils des Gehause-Grundkorpers betragt dabei etwa 
0,5 mm, die der Ruckwand des Gehaus e - Grundkorper s etwa 0,3 mm 
und die Dicke der AnschluEstreif en ca. 0,1 mm. 

Der Grund dafur ist, daJS die Schichtdicke der in der Kavitat 
befindlichen Spritzmasse zwischen Leadframe und Abriss-Stelle 
an der Sprit zduse hinreichend groS sein mu£, urn eine Delami- 
nation zwischen Leadframe -Ruckseite und Spritzmasse weitest- 
gehend zu verhindern. Eine solche Delamination wurde die Ge- 
fahr einer Schadigung des Bauelements wahrend der weiteren 
Prozessierung oder spater im Betrieb drastisch erhohen. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand muS die oben genannte Schichtdicke 
der Spritzmasse so grofi sein, dass die beim Abreifien der 
Spritzduse auftretenden mechanischen Zugkrafte in der Spritz- 
masse so weit abgebaut werden, dass die an der Grenze zum 
Leadframe angreifenden Kraft e nicht ausreichen, urn die 
Spritzmasse vom Leadframe abzureiSen. 

Urn beispielsweise eine geringe Bauhohe auf Leiterplatten 
und/oder ein vollstandiges Versenken in insbesondere runden 
Leiterbahndurchbruchen (Bohrungen) zu ermoglichen, ist aber 
die Hohe der Bauelemente so gering wie moglich zu halten und 
es besteht dringender Bedarf , die Bauhohe deutlicher unter 
die oben genannte kritische Hohe von etwa 1 mm abzusenken. 
Bei einigen Anwendungen, insbesondere in den Endgeraten der 
mobilen Kommunikation, sollen die strahlungsemittierenden 
Bauelemente eine deutlich geringere Hohe aufweisen. 



Die Moglichkeit, die Bauelement-Hohe durch die Verringerung 
der Hohe des Gehause-Grundkorpers von der Seite des Chips her 
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zu reduzieren, ist wegen einer endlichen Hohe des strahlungs- 
emittierenden Chips stark begrenzt . Die Moglichkeit , das an- 
gegebene Ziel durch eine einfache Verringerung der Dicke des 
Gehause-Grundkorpers an der Riickseite des Leadframes zu er- 
reichen, ist auch stark eingeschrankt , da, wie oben bereits 
dargelegt, bei einer zu dunnen Schicht der Sprit zmasse, wel- 
che die Riickseite des Gehauses realisiert, diese im Sprit z- 
verfahren zur Herstellung des Gehauses leicht mit der zu ent- 
fernenden Spritzduse mitgerissen wird, wobei die Hermetizitat 
des Bauelements zerstort und damit die Funktionsweise des 
Bauelements gestort werden kann. 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Lead- 
f rame-basiertes Gehause fur ein elektronisches Bauelement, 
insbesondere fur ein strahlungsemittierendes oberflachen- 
montierbares Bauelement mit einer geringen Hohe, ein solches 
elektronisches Bauelement, ein Leadf rame-Band sowie ein Ver- 
fahren zur Herstellung eines entsprechenden Leadframe- 
basierten Gehauses anzugeben. 

Diese Aufgabe wird durch ein Leadf rame-basiertes Gehause mit 
den Merkmalen des Patentanspruchs 1, durch Leadf rame-Band mit 
den Merkmalen des Patentanspruches 6, durch ein elektroni- 
sches Bauelement mit den Merkmalen des Patentanspruches 7 und 
durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruches 13 
gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Ge- 
genstand der abhangigen Anspruche - 

Ein Leadf rame-basiertes Gehause gemaS der Erfindung fur ein 
oberf lachenmontierbares elektronisches Bauelement weist fol- 
gende Bestandteile auf : 

ein eine Vorderseite und eine Riickseite aufweisendes Lead- 
frame, das zumindest zwei elektrische AnschluSstreif en um- 
fafit, 

einen in einem Sprit zverfahren hergestellten, vorzugsweise 
spritzgegossenen oder sprit zgepreSt en Gehause -Grundkorper 
aus einer elektrisch isolierenden Sprit zmasse, 
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ein an der Vorderseite des Leadframes angeordnetes Vorder- 
teil und eine an der Ruckseite des Leadframes angeordnete 
Ruckwand des Gehause-Grundkorpers, 

zumindest ein Anspritz-Fenster im Leadframe zum Ansetzen 
oder Einfiihren einer Spritzduse, durch welches hindurch 
die Sprit zmasse von einer Ruckseite des Leadframes her an 
das Leadframe gespritzt ist. 
Das Einspritzen der Sprit zmasse erfolgt somit von der Ruck- 
seite des Leadframes her durch das Anspritz-Fenster hindurch 
in den Teil der Kavitat der Spritzform hinein, der den Vor- 
derteil des Gehause-Grundkorpers an der Vorderseite des Lead- 
frames erzeugt. Die Spritzduse ist beim Anspritzen durch den 
Teil der Kavitat hindurch, der den Riickwandteil des Gehause- 
Grundkorpers an der Ruckseite des Leadframes erzeugt, zum An- 
spritz-Fenster des Leadframes gefuhrt. Auf diese Weise wird 
erreicht, dass an die Spritzduse und damit an den AbriSbe- 
reich der Spritzmasse am kavitatsseitigen Ende der Spritzduse 
ein vergleichsweise groSes Spritzmassenvolumen mit ver- 
gleichsweise groSem Querschnitt angrenzt . Die Gefahr einer 
Delamination ist bei dieser Art von Gehause reduziert. 

Das Anspritz-Fenster ist vorzugsweise in einem der elektri- 
schen AnschluSstreif en angeordnet . Die Ruckwand, das heiSt 
die Kunststof fwand zwischen der Ruckseite des Leadframes und 
der Ruckseite des Gehause-Grundkorpers weist mit Vorteil eine 
Dicke von 0,3 mm oder weniger, vorzugsweise von 0,25 mm oder 
weniger, besonders bevorzugt 0,2 mm oder weniger auf, wobei 
es sich versteht dass die Dicke in jedem Fall groSer als 0 mm 
ist . 

Besonders bevorzugt eignet sich die Erf indung zur Anwendung 
bei Bauelementen, bei denen im Vorderteil des Gehause-Grund- 
korpers zumindest eine Ausnehmung zur Aufnahme eines Chips, 
insbesondere eines strahlungsemittierenden oder strahlungsde- 
tektierenden Halbleiterchips , z. B. einer Lichtemissions- 
diode, vorgesehen ist- 
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Das Anspritz-Fenster ist hierbei besonders bevorzugt im Be- 
reich einer die Ausnehmung begrenzenden Wand des Vorderteils 
angeordnet. Dort ist vorteilhaf terweise bereits bauformbe- 
dingt ein groSes Sprit zmasse-Volumen vorhanden. 

In der Ausnehmung ist eine Chip-Montagef lache vorgesehen, die 
sich vorzugsweise auf einem der beiden Anschlufistreif en be- 
findet, aber auch auf dem Gehausegrundkorper angeordnet sein 
kann. Eine solche Chip-Montagef lache kann aber auch erst spa- 
ter zum Beispiel in Form eines nachtraglich in die Ausnehmung 
einzusetzenden Tragerplattchens bereitgestellt werden. Denk- 
bar ist weiterhin, daS in den Gehause-Grundkorper ein thermi- 
scher Anschlufisockel eingesetzt ist, der vorzugsweise vom Bo- 
den der Ausnehmung durch den Gehause-Grundkorper zu dessen 
Ruckseite reicht. 

Der Chip kann beispielsweise je nach Anordnung seiner Kon- 
taktf lachen 

- mittels zweier Bonddrahte mit den elektrischen AnschluS- 
streifen elektrisch verbunden sein, 

- mit einer Kontaktf lache auf einen der beiden AnschluEstrei- 
fen mittels eines elektrischen Verbindungsmittels befestigt 
und mittels eines Bonddrahtes mit dem zweiten AnschluSstrei- 
fen verbunden sein, oder 

- in Flip-Chip-Montage mit seinen Kontaktf lachen unmittelbar 
auf die streifen aufgesetzt sein. 

Selbs tver standi ich sind auch noch andere elektrische An- 
schlufivarianten moglich, die der Fachmann je nach Design sei- 
nes Chips auswahlen wird. 

Bei strahlungsemittierenden Bauelementen, bei denen die vor- 
liegende Erfindung besonders bevorzugt Anwendung findet, 
weist die Ausnehmung ein Strahlungsaustrittsf enster auf. 
Die Innenf lachen der Ausnehmung sind hierbei vorzugsweise als 
Strahlungsref lektor ausgebildet. 
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Alternativ kann das gesamte Gehause auch aus einem strah- 
lungsdurchlassigen Material bestehen und den strahlungsemit- 
tierenden Chip vollstandig einhullen. 

Die Spritzmasse weist vorzugsweise einen Kunststoff / insbe- 
sondere einen temperaturbestandigen, mit weiSem Fullstoff ge- 
fullten Kunststoff auf . Der Kunststoff ist vorzugsweise Ther- 
moplastmaterial , und der Fullstoff ist vorzugsweise Titanoxid 
und/oder Bariumsulf at . 

Geeignete Materialien fur das Umhullen des Chips in der Aus- 
nehmung, zum Beispiel Reaktionsharze wie Epoxidharze, Acryl- 
harze, Silikonharze und Polyurethanharze, sind dem Fachmann 
bekannt und werden von daher vorliegend nicht naher erlau- 
tert . 

Analoges gilt fur die Spritzmasse des Gehause-Grundkorpers . 
Ebenso las sen sich vorliegend vorteihaf terweise bekannte und 
herkommlich eingesetzte Methoden zur Montage und zur elektri- 
schen Kontaktierung von Chips anwenden. 

Das erf indungsgemaSe Verfahren umfaSt insbesondere folgende 
Schritte : 

- Vorstrukturieren der AnschluSstreif en und des Anspritz- 
Fensters in einem Leadf rame-Band z. B. durch Stanzen, At- 
zen oder Laserschneiden, wobei im Leadf rame-Band vorzugs- 
weise mehrere nebeneinander (periodisch) angeordnete Bau- 
elementbereiche, die spater jeweils mit einem Gehause- 
Grundkorper versehen werden, ausgebildet werden, 

- Anlegen einer Sprit zguSf orm, die zwei- oder mehrteilig 
sein kann, an das Leadf rame, 

- Einspritzen der Spritzmasse in die Spritzform durch das 
Anspritz-Fenster, wobei die Spritzduse des Sprit zautoma ten 
an das Anspritz-Fenster angelegt oder in das Anspritz-Fen- 
ster eingefiihrt wird 

- Zumindest teilweises Ausharten der Spritzmasse, und 

- Offnen der Spritzform und Entfemen der Spritzduse. 
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Das erf indungsgemaSe Anspritz-Fenster befindet sich bei einem 
Gehause-Grundkorper mit Ausnehmung fur den Chip besonders be- 
vorzugt unterhalb einer die Ausnehmung zumindest teilweise 
umschlieSenden massiven Wand des Gehause-Grundkorpers . 

Der besondere Vorteil des erf indungsgemaSen Herstellungsver- 
fahrens besteht darin, dafi die Gesamthohe eines damit herzu- 
stellenden Bauelement-Gehauses durch die besonders dunn aus- 
gebildete Ruckwand des Bauelement-Gehauses , insbesondere ge- 
genuber den bisher bekannten strahlungsemittierenden Bauele- 
menten; die mittels vorgehausten Leadframes hergestellt wer- 
den, wesentlich reduziert werden kann. 

Vorliegend bezieht sich der Begriff „Leadf rame" insbesondere 
auf metallische Leiterrahmen, wie sie herkommlich in der 
Halbleiter-Optoelektronik beispielsweise fur Leuchtdiodenge- 
hause zum Einsatz kommen. Unter den Begriff „Leadf rame w fal- 
len vorliegend aber auch alle anderen fur die erf indungsgema- 
fie Gehausetechnologie geeigneten Leiterrahmen, die nicht 
zwangsweise vollstandig metallisch sein mussen und beispiels- 
weise eine Kombination aus elektrisch isolierendem Material 
und auf diesen aufgebrachten elektrischen Leiterbahnen umfas- 
sen konnen. Dabei ist unter Leadframe nicht zwangslaufig ein 
durchgehendes Band zu verstehen, daS sich fur eine /7 reel to 
reel" Technik eignet . Vielmehr kann das Leadframe z.B. auch 
in Form von Streifen oder Arrays vorliegen. 

Weitere Merkmale, Vorteile und Weiterbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den nachfolgend in Verbindung mit den Figu- 
ren 1 bis 4 erlauterten Ausfuhrungsbeispielen. 

Es zeigen: 

Figur 1 schematische perspektivische Ansicht von einem in 
Premold- Technik hergestellten strahlungsemittierenden Bauele- 
ment nach dem Stand der Technik, 
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Figur 2a eine schematische Aufsicht auf ein Leadf rame-Band 
gemaS der Erfindung, 

Figur 2b eine vergrofierte schematische Aufsicht auf zwei zu- 
sammengehorige AnschluSstreif en des Leadf rames von Figur 2a, 

Figur 2c eine schematische Aufsicht auf ein Leadf rame-Band 
gemafi Figur 2a mit im Sprit zverfahren ausgebildeten erfin- 
dungsgemaSen Gehause-Grundkorpern, 

Figur 3a eine schematische Darstellung der Draufsicht eines 
weiteren Ausf uhrungsbeispiels der AnschluSstreif en eines er- 
f indungsgemaSen Bauelements, 

Figur 3b eine schematische Darstellung der perspektivischen 
Unteransicht eines erf indungsgemaSen Gehause-Grundkorpers mit 
einem Leadf rame gemafi Figur 3a, 

Figur 3c eine schematische Darstellung der perspektivischen 
Ansicht von oben eines Gehause-Grundkorpers gemafi der Figur 
3b, 

Figuren 4a und 4b schematische Darstellungen jeweils eines 
Querschnitts durch einen Gehause-Grundkorper eines Bauele- 
ments nach Stand der Technik (4a) und eines erf indungsgemaSen 
Bauelements (4b) wahrend des Spritzens des Gehause-Grundkor- 
pers, 

Figuren 5a und 5b schematische Darstellungen eines Quer- 
schnitts durch jeweils einen Gehause-Grundkorper eines Bau- 
elements nach Stand der Technik (5a) und einer weiteren Aus- 
fuhrungsform eines erf indungsgemaSen Bauelements (5b) wahrend 
des Spritzens des Gehause-Grundkorpers. 

Gleiche oder gleichwirkende Elemente sind in den Figuren mit 
denselben Bezugszeichen versehen. 
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Die Figur 1 zeigt eine perspektivische Darstellung eines 
oberf lachenmontierbares Bauelements mit einem Gehause nach 
dem Stand der Technik. 

Der in Figur 1 gezeigte, im Umrifi rechteckige Gehause -Grund- 
korper 100, weist ein Vorderteil 8a und eine Ruckwand 8b auf, 
wobei im Vorderteil 8a eine Ref lektor-Ausnehmung mit einem 
Strahlungsaustrittsf enster 12 vorgesehen ist. Ein erster An- 
schlufistreif en 2a und ein zweiter Anschlufistreif en 2b sind im 
Gehause -Gruridkorper teilweise eingebettet und an einen hier 
nicht dargestellten (im Inneren des Gehause -Grundkorpers ver- 
borgenen) strahlungsemittierenden Chip angeschlossen. Die 
hinausragenden Teile der Anschlufistreif en (Aufienkontakte) 
dienen zum Kontaktieren des Bauelements, z. B. an eine ex- 
terne Leiterplatte . Es ist moglich, daS die Aufienkontakte 
senkrecht zur entsprechenden Seitenwand des Gehauses verlau- 
fen oder, wie mit einer gestrichelten Linie in Figur 1 ange- 
deutet, urn den Gehause -Grundkorper gebogen sind. 

Das Leadf rame-Band 1 gemafi dem Ausf uhrungsbeispiel von Figu- 
ren 2a und 2b ist z. B. durch Stanzen vorstrukturiert und 
weist insbesondere eine Mehrzahl von ersten Anschlufistreif en 
2a und eine Mehrzahl von zweiten Anschlufistreif en 2b auf , 
welche in einem spateren Verf ahrensschritt vom Leadf rame-Band 
entlang der Linien 3a bzw. 3b abgetrennt werden. 

Die Anschlufistreif en 2a bzw. 2b sind als Kathoden- bzw. An- 
odenanschlusse der zu fertigenden Bauelemente vorgesehen. Es 
konnen auf dem Leadf rame -Band auSerdem weitere Strukturen (z. 
B. Warme ableitende Streifen) ausgebildet sein. Auf dem An- 
schlufistreif en 2a ist in diesem Ausf uhrungsbeispiel eine 
Chip -Mont age fl ache 14 fur einen Chip bzw. auf dem Anschlufi- 
streifen 2b eine Drahtanschlufif lache 13 fur einen Bonddraht 
vorgesehen. Auf dem ersten Anschlufistreif en 2a ist erfin- 
dungsgemafi ein Anspritz-Fenster 24 vorgesehen, in das beim 
Ausbilden eines Gehause -Grundkorpers im Sprit zverfahren eine 
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Spritzduse einfuhrbar ist. Alternativ kann das Anspritz-Fen- 
ster in dem zweiten AnschluSstreif en 2b vorgesehen sein. Es 
ist zweckmaSig, daS die Anspritz-Fenster jeweils unterhalb 
einer spater auszubildenden Seitenwand der Gehause-Grundkor- 
per vorgesehen sind. 

Die Chip-Montagef lache 14 bzw. die DrahtanschluSf lache 13 des 
Leadframe -Bands ragen (itti fertigen Gehause-Grundkorper) in 
eine vorgesehene Ref lektor-Ausnehmung hinein oder grenzen mit 
einer Oberf lache zumindest an den Innenraum der Ausnehmung an 
und bilden dann zumindest einen Teil der Bodenf lache der Aus- 
nehmung. Hinsichtlich einer weiteren Verkleinerung des Ge- 
hause-Grundkorpers kann in der Ref lektor-Ausnehmung zusatz- 
lich eine gesonderte Aussparung gebildet sein, die zum Draht- 
anschluSbereich f uhrt . Diese Aspekte sind in der Figur 3c zu 
erkennen. 

In dem Leadframe -Band 1 sind ferner kreisformige Durchbruche 
6a und 6b gebildet, durch welche das Leadframe -Band gefuhrt 
und transport iert werden kann. 

Die AnschluSstreif en 2a und 2b weisen daruber hinaus vorzugs- 
weise rechteckig ausgebildete Durchbruche 21 auf , welche zur 
Entlastung des Bauelement-Gehauses beim Biegen der AnschluS- 
streif en (siehe Figur 1) bzw. zur Verankerung der AnschluS- 
streif en im Bauelement-Gehause geeignet sind. 

Figur 2c zeigt das Leadframe -Band 1 mit erf indungsgemaS mit- 
tels eines Spritzverf ahrens hergestellten Gehause-Grundkor- 
pern 100 mit jeweils einer Chip-Montagef lache 14 und jeweils 
einer zu dieser Chip-Montagef lache fiihrenden Ausnehmung. 

Das in Figur 3a gezeigte Ausfuhrungsbeispiel fur ein Lead- 
frame eines erf indungsgemaSen Gehauses bzw. Bauelements mit 
einem im Wesentlichen kreisf ormigen UmriS weist sichelartig 
ausgebildete AnschluSstreif en auf, was einerseits zur besse- 
ren Verankerung der AnschluSstreif en im Gehause-Grundkorper 
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und andererseits zu einer federnden Zugentlastung bei Verbie- 
gungder AnschluSstreif en dient . Auch dieses Leadframe weist 
ein neben einer Chip -Mont age fl ache 14 angeordnetes Anspritz- 
Fenster 24 auf , in oder an das zum Herstellen des Gehause- 
Grundkorpers eine Spritzduse von der Riickseite des Leadframes 
her einfuhrbar oder heranfuhrbar ist. 

Figur 3b zeigt einen erf indungsgemafien Gehause-Grundkorper 
100 mit im Wesentlichen kreisf ormigem UmriS in perspektivi- 
scher Ansicht von unten. Zu erkennen ist hierbei das An- 
spritz-Fenster 24, durch das hindurch der Gehause-Grundkorper 
100 in die Kavitat einer entsprechenden Sprit zform in den an 
die Vorderseite des Leadframes grenzenden Teil der Kavitat 
eingespritzt wird. Das Vorderteil des Gehause-Grundkorpers 
100 ist im Ubrigen beispielsweise wie in Figur 3c gezeigt 
ausgestaltet . Diese Art von Gehause eignen sich besonders fur 
die Herstellung von oberf lachenmontierbaren strahlungsemit- 
tierenden und/oder strahlungsdetektierenden Bauelementen mit 
Leuchtdioden- und/oder Photodiodenchips , die in kreisrunden 
Durchbruchen von Leiterplatten oder dergleichen zumindest 
teilweise versenkbar sind. 

Das in Figur 3b gezeigte Bauelement ist in Figur 3c in per- 
spektivischer Aufsicht dargestellt. Ein strahlungsemittieren- 
der Chip 16, beispielsweise ein Leuchtdiodenchip , ist in ei- 
ner Reflektorof fnung, beispielsweise auf dem AnschluSstreif en 
2a befestigt. Als Verbindungsmittel ist beispielsweise ein 
metallisches Lot oder ein Leitkleber verwendet . Ein zweiter 
Kontakt des Leuchtdiodenchips ist mit dem Anschlufistreif en 2b 
beispielsweise mittels eines Bonddrahtes 17a elektrisch ver- 
bunden. Die Seitenwand 11 einer Ausnehmung, welche die Boden- 
flache der Ausnehmung mit der auSeren Flache des Gehause- 
Grundkorpers 100 verbindet, ist derart ausgefuhrt, dafi sie 
als Ref lektorf lache fur eine von dem Chip 16 abgestrahlte 
elektromagnetische Strahlung wirkt. Sie kann je nach ge- 
wunschtem Abstrahlverhalten eben, konkav oder anderweitig 
zweckmafiig geformt sein. Die in Figur 3c ersichtlichen Vor- 
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sprunge 10a, 10b und 10c des Gehause-Grundkorpers dienen zur 
Fuhrung der aufierhalb des Gehause-Grundkorpers liegenden An- 
schlufistreif en. AuSerdem konnen sie auch als Einf lihrschragen 
zum Einfiihren des Gehauses in Platinendurchbruche dienen. 



Auf der von dem AnschluSstreif en abgewandten Vorderseite 
weist der Chip 16 eine Kontaktf lache auf, von der aus eine 
elektrische AnschluSleitung 17 (z. B. eine Drahtverbindung) 
zu dem DrahtanschluSteil 13 gefiihrt ist. 

Der besondere Vorteil der Erfindung wird aus der in den Figu- 
ren 4a und 4b gezeigten Gegenuberstellung des Standes der 
Technik und der Erfindung ohne Wei teres ersichtlich. 

Das Vorderteil 8a des Gehause-Grundkorpers 100, der bei- 
spielsweise fur den spateren Einbau eines Leuchtdiodenchips 
vorgesehen ist, weist in beiden Fallen eine Ref lektor-Ausneh- 
mung in Form einer kegelstumpf artigen, sich in Richtung der 
Hauptabstrahlungsrichtung erweiternden Offnung mit einem 
Strahlungsaustrittfenster 12 auf. Die Ref lektor-Ausnehmung 
ist mit einer transparenten Verkapselungsmasse 41 gefullt. 

Ein in einem spateren Verf ahrensschritt einzusetzender Chip 
16 und eine elektrische AnschluSleitung 17 sind mit gestri- 
chelten Linien schematisch dargestellt. 

Die schragstehende Seitenflache 11 der Ausnehmung dient vor- 
zugsweise als Reflektor. 

Zum Ausbilden des Gehause-Grundkorpers 100 wird eine zwei- 
oder mehrteilige Sprit zgufiform mit einer Kavitat fur die Ge- 
hause-Grundkorper 100 verwendet, in welche das Leadframe wah- 
rend des Sprit zverfahrens eingelegt ist. Die Kavitat der 
Spritzform wird mittels einer Spritzduse 23 mit einer Spritz- 
masse fur den Gehause-Grundkorper gefullt. 
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Der Unterschied zwischen dem Stand der Technik und der erfin- 
dungsgemafien Anordnung der Spritzduse findet sich in der Po- 
sition der Spritzduse 23 . Nach dem Stand der Technik wird die 
Sprit zmasse in das an die Ruckseite des Leadframes grenzende 
Volumen eingespritzt . Nach dem Ausharten der Spritzmasse wird 
die Spritzduse von der Spritzform abgetrennt . Dabei entsteht 
eine Abri&stelle 25. Beim Abtrennen der Spritzduse ist der 
Bereich in der Nahe der Abrifistelle einer starken mechani- 
schen Belastung ausgesetzt, die zur Delamination des Materi- 
als der (ausgeharteten) Spritzmasse an der Grenzflache zwi- 
schen der Ruckwand 8b des Gehause-Grundkorpers und den An- 
schluSstreif en 2a bzw. 2b fiihren kann. Daher kann bei einer 
geringen Hohe der Ruckwand 8b diese leicht beschadigt werden. 
Urn dies weitestgehend zu vermeiden, ist eine vergleichsweise 
groJSe Dicke der Ruckwand 8b des Gehause-Grundkorpers erfor- 
derlich. 



Bei einem Leadf rame-basierten Gehause gemaS der Erfindung ist 
die Spritzduse 23 dagegen nicht im mittleren Bereich einer 
zum Ausbilden der Ruckwand 8b des Gehause-Grundkorpers geeig- 
neten Kavitat eingefiihrt, sondern an ein seitlich im Lead- 
frame angeordnetes Anspritz-Fenster 24 angelegt oder in das 
Anspritz-Fenster 24 eingef uhrt . Somit befindet sich die Ab- 
rifistelle 2 5 nicht gegenuber dem Leadf rame, sondern grenzt an 
das Spritzmasse-Volumen der massiv ausgebildeten Seitenwand 
des Gehauses-Grundkorpers an. Dadurch ist es moglich, die 
Ruckwand 8b des Gehause-Grundkorpers 100 mit geringer Dicke 
und daher ein Bauelement mit geringer Gesamthohe herzustel- 
len. Es kann eine Dicke der Ruckwand von weniger als 0,3 mm, 
beispielsweise von 0,1 mm realisiert werden. 

Aufgrund einer geringen Hohe der durch die Ruckwand des Ge- 
hause-Grundkorpers gebildeten Ruckseite eines erf indungsgema- 
Sen Bauelements ist der Platzbedarf des Bauelement s in verti- 
kaler Richtung deutlich geringer als bei Bauelement en nach 
dem Stand der Technik. Das erf indungsgemaSe Bauelement ist 
insbesondere fur flache Anzeigemodule oder als Hintergrundbe- 
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leuchtung, beispielsweise fur eine Flussigkristallanzeige, 
geeignet . 

In den Figuren 5a und 5b ist jeweils eine SpritzguSf orm 200 , 
gezeigt, die eine Kavitat 210 aufweist. Beim Erzeugen eines 
Gehause-Grundkorpers ist es wichtig, dass elektrische An- 
schluSf lachen 20a und 20b der AnschluSstreif en 2a und 2b, die 
fur ein elektrisch leitendes Kontaktieren eines Chips mit den 
AnschluSstreif en 2a und 2b vorgesehen sind, nicht mit Spritz- 
masse bedeckt werden. 

Bei der in Figur 5a dargestellten Sprit zguSform 200 gemaS dem 
Stand der Technik wird die Spritzmasse mittels der Spritzduse 
23 von unten gegen die AnschluSstreif en 2a, 2b gespritzt, so 
daS die AnschluSstreif en 2a, 2b mit den elektrischen An- 
schluSf lachen 2 0a und 20b gegen die Sprit zguSform gedriickt 
werden (Verlauf der Spritzmasse beim Einspritzen ist durch 
Pfeile angedeutet) . Dadurch werden die AnschluSf lachen 2 0a, 
20b wahrend des Sprit zpressens weitestgehend abgedichtet und 
die Gefahr einer Bedeckung der AnschluSf lachen 2 0a, 2 0b mit 
Spritzmasse gemindert . 

Demgegenuber wird bei einer SpritzguSf orm 200 fur ein Bauele- 
ment-Gehause gemaS der Erfindung, wie sie in Figur 5b gezeigt 
ist, die Spritzmasse uber das Anspritz-Fenster 24 derart in 
die Kavitat 210 gespritzt, dass ein Andrucken der AnschluS- 
flachen 20a und 20b an die SpritzguSf orm, wie es im vorange- 
henden Absatz geschildet ist, nicht stattfindet. Es besteht 
vielmehr die Gefahr, dass die AnschluSstreif en 2a, 2b und da- 
mit die AnschluSf lachen 20a, 20b von der SpritzguSf orm wegge- 
druckt werden und sich ein Spalt zwischen der oberen Innen- 
wand der SpritzguSf orm und den AnschluSf lachen 20a, 20b bil- 
det, der dann eine Bedeckung der AnschluSf lachen 20a, 2 0b 
verursacht (Verlauf der Spritzmasse beim Einspritzen ist wie- 
derum durch Pfeile angedeutet) . 
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Damit die AnschluSf lachen 20a, 20b bei der Vorgehensweise ge- 
ma£ der Erfindung nicht von der oberen Innenwand der Sprit z- 

i 

guSform 200 weggedriickt werden, ist eine SpritzguSf orm 200 
fur ein Bauelement-Gehause gemaS der Erfindung (man vgl . Fi- 
gur 5b) derart gestaltet, daS sie bei eingespannten AnschluS- 
streifen 2a, 2b im geschlossenen Zustand auch auf der den An- 
schluSf lachen 2 0a, 20b gegeniiberliegenden Flachen der An- 
schluSstreif en 2a, 2b mit einer Innenseite anliegt. Dadurch 
werden die Anschlufistreif en 2a, 2b in einem Bereich der An- 
schlufif lachen 20a, 20b derart an die zugeordnete Innenwandung 
der Sprit zform gedriickt, daS sie abgedichtet sind. Somit ist 
bei einer derart igen Sprit zgufiform 200 zur Herstellung eines 
erf indungsgemaSen Bauelement -Gehauses die Gefahr, daS wahrend 
des Spritzpressens eines Gehause-Grundkorpers die AnschluS- 
f lachen 2 0a, 20b mit Sprit zmasse bedeckt werden, erheblich re- 
duziert . 

Ein mit einer derartigen SpritzguEf orm 200 hergestellter Ge- 
haus e - Grundkorper weist in Bereichen der Anschlufistreif en 
2a, 2b, die den Anschlufif lachen 20a, 20b gegeniiberliegen, Aus- 
sparungen in der Ruckwand des Gehause-Grundkorpers auf. Die 
in diesen Bereichen nach auSen f reiliegenden Flachen der An- 
schluSstreifen 2a, 2b konnen nachfolgend nach auEen elektrisch 
isoliert werden. Dies kann beispielsweise durch Beschichten 
mit einem elektrisch isolierenden Material, beispielsweise 
elektrisch isolierendem Lack geschehen. 

Die Erlauterung der Erfindung anhand der gezeigten Ausfuh- 
rungsbeispiele ist selbstverstandlich nicht als Beschrankung 
der Erfindung hierauf zu verstehen. Beispielsweise kann der 
Chip unmittelbar auf einer Chip -Mont age f lache des Gehause- 
Grundkorpers 10 0 montiert, zum Beispiel geklebt, sein und der 
Chip ausschliefilich mittels Drahtverbindungen mit den An- 
schluSstreif en elektrisch verbunden sein. Der Chip kann eben- 
so auf einem separaten thermischen AnschluS montiert sein, 
der in das Gehause des Bauelements eingebettet ist, und wie- 
derum mittels Drahtverbindungen elektrisch an den Leiter- 
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rahmen angeschlossen sein. Es konnen auch andere, hier nicht 
beschriebene Variant en der Chip-Montagetechnik eingesetzt 
werden. All diese Ausf lihrungsf ormen verlassen den Grundge- 
danken der vorliegenden Erfindung nicht- Die Erfindung be- 
schrankt sich nicht auf die Anzahl oder besondere Ausfiih- 
rungsf ormen der in Figuren schematisch dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiele . Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue 
Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesonde- 
re jede Kombination von Merkmalen in den Patentanspruchen be- 
inhaltet, auch wenn diese Kombination nicht explizit in den 
Patentanspruchen angegeben ist. 



WO 2004/027882 ^H/DE2003/002953 



18 



Patentanspruche 



1 . Leadframe-basiertes Gehause fur ein oberf lachenmontierba- 
res elektronisches Bauelement mit einem eine Vorderseite 
und eine Ruckseite aufweisenden Leadframe, das zumindest 
zwei elektrische AnschluSstreif en (2a, 2b) aufweist, und 
einem spritzgegossenen oder spritzgeprefiten Gehause-Grund- 
korper (8a, 8b) aus einer elektrisch isolierenden Spritz- 
masse, der ein an der Vorderseite des Leadf rames angeord- 
netes Vorderteil und eine an der Ruckseite des Leadf rames 
angeordnete Ruckwand aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das Leadframe mindestens ein Anspritz-Fenster (24) auf- 
weist, durch welches hindurch der Gehause-Grundkorper von 
einer Ruckseite des Leadframes her an das Leadframe ge- 
spritzt ist. 

2 . Gehause nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzei chnet , dass 

das Anspritz-Fenster (24) in einem der elektrischen An- 
schlufistreif en angeordnet ist. 

3 . Gehause nach Anspruch 1 oder 2 , 

bei dem die Ruckwand eine Dicke von weniger als 0,3 mm und 
groSer als 0 mm aufweist. 

4. Gehause nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 3 fur ein 
strahlungsemittierendes und/oder strahlungsdetektierendes 
Bauelement, 

bei dem der Gehause-Grundkorper (8a, 8b) im Vorderteil 
(8a) eine Ausnehmung zur Aufnahme eines strahlungsemittie- 
renden und/oder strahlungsdetektierenden Chips aufweist, 
bei dem das Anspritz-Fenster (24) im Bereich einer die 
Ausnehmung begrenzenden Wand des Vorderteils angeordnet 
ist . 
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5. Gehause nach Anspruch 4, bei dem die Ausnehmung als Re- 
f lektor gebildet ist . 

6. Leadf rame-Band mit zumindest einem Gehause nach einem der 
Anspruche 1 bis 5. 

7. Elektronisches Bauelement mit einem Gehause nach zumindest 
einem der Anspruche 1 bis 5, 

das zumindest einen Chip (16) umf a6t . 

8. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 7, 

bei dem der zumindest eine Chip (16) ein strahlungsemit- 
tierender und/oder strahlungsdetektierender Chip ist. 

9. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 7 oder 8, 

bei dem der Chip (16) auf einem der beiden AnschluSstrei- 
fen (2a) angeordnet ist und mit dem zweiten AnschluSstrei- 
fen (2b) mittels einer elektrischen AnschluBleitung (17) 
elektrisch verbunden ist. 

10 . Elektronisches Bauelement nach Anspruch 7 oder 8, 

bei dem der Chip (16) auf einer Montagef lache des Gehause- 
Grundkorpers angeordnet ist und mit den elektrischen An- 
schlufistreif en (2a, 2b) jeweils mittels einer elektrischen 
AnschluJSleitung (17) elektrisch verbunden ist. 

11 . Elektronisches Bauelement nach Anspruch 7 oder 8, 

bei dem der Chip (16) auf einem durch den Gehause -Grund- 
korper zur Ruckseite fuhrenden thermisch gut leitenden 
Chiptrager angeordnet ist und mit den elektrischen An- 
schluSstreif en (2a # 2b) jeweils mittels einer elektrischen 
Anschlufileitung (17) elektrisch verbunden ist. 

12 . Elektronisches Bauelement nach zumindest einem der Anspru- 
che 8 bis 11 mit einem Gehause unter Ruckbezug auf An- 
spruch 4 oder 5, 

bei dem die Ausnehmung mit einer Vergufimasse gefullt ist. 
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die fur vom Chip emittierte und/oder zu detekierende 
Strahlung durchlassig ist . 

13.Verfahren zur Herstellung eines Leadf rame-basierten Gehau- 
ses gemaS einem der Anspruche 1 bis 5, 
mit folgenden Verf ahrensschritten: 

a) Bereitstellen des Leadf rames mit den beiden AnschluSstrei- 
fen und dem Anspritz-Fenster (24) , 

b) Anlegen einer Sprit zform an das Leadf rame, die urn das 
Leadframe eine Kavitat fur die Ausbildung des Gehause- 
Grundkorpers bildet, und Einfuhren oder Anlegen einer 
Sprit zduse in oder an das Anspritz-Fenster (24) , 

c) Einspritzen der Spritzmasse in die Kavitat, 

d) zumindest teilweises Ausharten der Spritzmasse, und 

e) Offnen der Spritzform einschlieSlich Entfernen der Spritz- 
diise . 



14. Verfahren nach Anspruch 13, 

bei dem als Spritzmasse ein Thermoplastmaterial verwendet 
wird. 
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FIG 4A Stand derTechnik 
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